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(57) Abstract: The invention relates to a device for bonding a bonding face of a first substrate to a bonding face of a second
substrate, the device having the features of a module group (9) having a common working chamber closable with respect to the
surroundings, in particular in a gas-tight manner, at least one bonding module (5) of the module group (9) connected to the working
chamber, in particular in a seal-forming manner, a movement device for moving the first and the second substrate in the working
chamber, characterised in that the module group (9) comprises a reduction module (4) for reducing the bonding faces and connected
to the working chamber, in particular in a seal-forming manner. The invention further relates to a corresponding method having the
following sequence: reduction of the bonding faces in a reduction module of the module group (9), the reduction module being
connected to the working chamber, movement of the first and second substrate in the working chamber from the reduction module
into a bonding chamber of a bonding module (5) of the module group (9) and bonding the first substrate to the second substrate at
the bonding faces.

(57) Zusammenfassung:
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Bonden einer Bondseite eines ersten Substrats mit einer Bondseite eines zweiten
Substrats mit folgenden Merkmalen: einer Modulgruppe (9) mit einem zur Umgebung, insbesondere gasdicht, schlieSbaren
gemeinsamen Arbeitsraum, mindestens einem an den Arbeitsraum, insbesondere dichtend, angeschlossenen Bondmodul (5) der
Modulgruppe (9), einer Bewegungseinrichtung zur Bewegung des ersten und zweiten Substrats im Arbeitsraum dadurch
gekennzeichnet, dass die Modulgruppe (9) ein an den Arbeitsraum, insbesondere dichtend, angeschlossenes Reduktionsmodul (4)
zur Reduzierung der Bondseiten aufweist. Weiterhin betrifft die Erfindung ein korrespondierendes Verfahren mit folgendem
Ablauf: Reduzierung der Bondseiten in einem an den Arbeits rdum angeschlossenen Reduktionsmodul der Modulgruppe (9),
Bewegung des ersten und zweiten Substrats im Arbeitsraum von dem Reduktionsmodul in einen Bondraum eines Bondmoduls (5)
der Modulgruppe (9) und Bonden des ersten Substrats mit dem zweiten Substrat an den Bondseiten.



